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二、说明、目录、图表目录

 半导体材料（semiconductor material）是一类具有半导体性能（导电能力介于导体与绝缘体之

间，电阻率约在1m&Omega;&middot;cm～1G&Omega;&middot;cm范围内）、可用来制作半导

体器件和集成电路的电子材料。

        2019Q2半导体材料板块营收13.44亿元，同比增长2%；实现归母净利润1.41亿元， 同比下

滑2%。连续3个季度同比高增后，趋于平缓。个股来看，在19年上半年全球半导 体设备资本

支出大幅下滑的情况下，国产半导体设备龙头北方华创 Q2 净利润仍保持小幅增长态势。  

        中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体封装材料市场深度分析与投资战略咨询报告

》共八章。首先介绍了中国半导体封装材料行业市场发展环境、半导体封装材料整体运行态

势等，接着分析了中国半导体封装材料行业市场运行的现状，然后介绍了半导体封装材料市

场竞争格局。随后，报告对半导体封装材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半

导体封装材料行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体封装材料产业有个系统的了解或者

想投资中国半导体封装材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。  

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。  
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